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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1.阻焊桥：
1)如果BGA,SMD之间设计有阻焊桥的必须要保证阻焊桥，如果无法保证，需要与客户确认，若果顾客GERBER文件阻焊开通窗的需要与顾客确认
2.标记:

1)制板说明中无要求时，默认不加快捷标记，需要加生产周期和厂家编码（海信给快捷的）均需要加在单UNIT上，如果单UNIT上没有空间加标记，需要跟客户发EQ确认
3.光电板需要多增加一个成品清洗流程，增加要求如下：

有FQA流程的在FQA【FQA】流程后增加终检【成品清洗】流程

无FQA流程的，在终检【外观检查】流程后增加终检【成品清洗】流程
4.BGA焊盘需做复合型开窗设计，保证大小一致。

25G光电板要求(销售会在下单信息中注明25G板)

1. 电镀

1）孔铜厚度：平均铜厚≥25μm；单点（最小）铜厚≥20μm；厚铜板单点（最小）铜厚≥20μm

2.表面处理

1）化学镍钯金
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2）沉银：0.15~0.4μm

3）沉锡：0.8~0.14μm

3.孔

1）孔径公差

孔公差英制与公制转换后规格判定原则：单位转换后，保留小数点后2位，采用四舍五入的原则。示例： 91mil NPTH孔转换公制为91*0.0254mm=2.3114mm，公差按照下表为+0.10/-0mm，转换后范围为：2.3114-2.4114mm。按照四舍五入，判定规格变为： 2.31~2.41mm
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Slot孔公差：金属化和非金属化Slot孔长宽公差+/-0.13mm。
2）非压接孔/槽位置精度
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3）阻焊入孔：针对双面阻焊开窗小于焊盘的过孔，异物不可以堵孔，且异物入孔≤过孔总数的5%；其他金属化孔不允许异物入孔。

4）锥形孔深度公差+/-0.15mm

5）阶梯槽尺寸公差+/-0.2mm

6）阶梯孔大孔孔径公差+/-0.13mm，小孔深度公差+/-0.15mm

4.焊盘
1）SMT焊盘公差

尺寸<12mil：±1.2mil
焊盘≥12mil时公差：面铜≤1OZ，12mil≤焊盘尺寸≤30mil时，焊盘公差+/-10%，焊盘＞30mil时，公差±3mil
1OZ＜面铜≤2OZ，12mil≤焊盘尺寸≤36mil时，焊盘公差+/-10%，焊盘＞36mil时，公差±3.6mil
2OZ＜面铜≤3OZ，12mil≤焊盘尺寸≤60mil时，焊盘公差+/-10%，焊盘＞60mil时，公差±6mil
以上面铜指的是设计完成铜厚

2）反焊盘公差+/-2mil

3）内层孔环公差+/-2mil

4）设计孔径＜1.25mm的PTH孔内层无非功能焊盘。 除厚铜PCB以外，成孔孔径≥1.25mm必须保留所有内层非功能焊盘
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5.金手指设计要求

金手指顶端无引线设计，金手指顶端不允许镀金引线/悬镍金残留；其余位置悬镍金≤2mil，引线残留≤5mil（针对0.5OZ+Plating及以下设计、非POFV设计）。客户有此设计的订单选用四面包金工艺，宜兴注意不能使用湿膜工艺，广州注意客户没有设计内层引线时按照旧版四面包金工艺规范制作。
1） 金手指尺寸要求（CAM需将金手指相关位置图纸提供给生产）

	序号
	代号
	描述
	规格要求

	1
	A1、A2
	A1：金手指外形宽度
A2：keyslot中心到keyslot中心间距
	1）金手指顶端无引线设计：±0.1mm；包括镍钯金工艺。
2）金手指顶端有引线设计：①优先以smartdrill层要求为准，建议最高±0.1mm；②若无明确要求，keyslot中心到keyslot中心间距公差为+/-0.125mm；

	2
	B
	金手指pad宽度
	±0.05mm

	3 
	C
	金手指Pad长度
	±0.05mm，仅针对孤立位置或“顶端-根部”无引线或线路独立焊盘。

	4
	D1、D2
	金手指keyslot或边到任意PIN之间距离
	1）金手指顶端无引线设计：公差±0.1mm；包括镍钯金工艺。
2）金手指顶端有引线设计：①优先以smartdrill层要求为准，建议最高公差±0.1mm；②若无明确要求，公差要求+/-0.125mm 

	5
	E1、E2
	金手指中心距离，包含任意PIN之间距离
	±0.05mm

	6
	F
	顶底层金手指偏位（含任意PAD）
	±0.05mm，台阶金手指板、HDI板除外。

	7
	G
	金手指PAD铜厚（针对0.5OZ+Plating及以下场景）
	1 非POFV设计≤60μm
2 POFV设计≤70μm
注，适用1.6mm及以下板厚。台阶金手指板、HDI板除外。

	8
	H
	金手指PAD镍厚
	电镀金手指，镍厚≤15μm。注，镍厚测量选择小金手指。
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6.图纸要求

1 Mark点图形距离：选择距离最远的两个Mark点，标注两个点之间的X，Y方向距离以及对角线距离和公差输出图纸给生产（无要求时＞500mm，+/-5mil，＜500mm，+/-4mil）

2 定位孔位置精度：标注出定位孔的间距及公差输出图纸给生产。（无要求时＞500mm，+/-5mil，＜500mm，+/-4mil）

3 压接孔位置精度：标注最远两个压接孔的距离及公差输出图纸给生产。（无要求时+/-3mil）

4 标注出孔到导体的距离最小的区域并提供图纸给生产，并在X-RAY冲孔流程工艺备注栏备注“孔到导体距离最小的区域见图纸”（注：双面板不用提供图纸）

7.树脂塞孔

1）POFV要求

	PTH孔性能指标
	2级标准

	POFV Cap铜厚(盖覆铜)
	≥ 12μm

	POFV Rap铜厚(包覆铜厚度)
	≥ 5μm

	POFV Rap铜延伸(包覆铜长度)
	≥ 25μm
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2）树脂塞孔深度≥60%

8. 距离mark点2.5mm范围内不允许添加供应商LOGO或其它标识

9.阻焊厚度

1） 导体图形：线顶：阻焊厚度≥10μm  拐角位：阻焊厚度≥5μm

2） NSMD焊盘：阻焊厚度不高于SMT焊盘35μm 

3）SMD阻焊厚度不可高于焊盘35μm

4） 阻焊塞孔：塞孔面阻焊厚度L1 L2不可高于附近焊盘50μm

5）对于外层底铜≥2OZ：NSMD、SMD及阻焊塞孔要求不可高于焊盘50μm

10.板厚公差（默认2级）
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11.外形尺寸公差（默认2级）
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12.翘曲度

无SMT的板翘曲度≤0.7%
板厚< 1.6mm的SMT板翘曲度≤0.7%；板厚≥1.6mm的SMT板翘度≤0.5%，同时最大弓曲变形量≤1.5mm
13.叉板要求

无要求时不允许出叉板

14.层偏要求

对有设计整体层偏测试Coupon（如下图）的PCB，必须要100%进行层偏测试。
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15.铜桥设计

1）设计铜桥宽度≥3.4mil，实际铜桥宽度偏离设计值不超过+/-2mil(公差仅适用于铜厚＜2oz)，且实际铜桥最小值≥2.5mil。

2）设计了铜桥的不允许删除。
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16 V-cut偏移：双面V-cut槽中心位置偏差w≤0.125mm。

[image: image12.emf]
预审部分：无
CAM部分： 
1.POFV要求

1）客户有POFV设计的，未写明包覆铜和盖覆铜厚的，默认最小包覆铜厚为6μm，最小盖覆铜厚5μm，包覆铜最小延伸长度25μm，请注意填写在板镀流程指示中。
2.邮票孔设计要求

在客户设计的邮票孔的基础上增加一个孔保证保证邮票孔左右两边的孔为破孔，两边孔效果如下图
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FPC部分：
1.客户要求FPC出厂前需增加弯折测试，测试办法如下：
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